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Ⅰ. 서 론

그동안 다양한 종류의 접착제가 임상에서 사용되고 있지

만, 최신의 경향은 접착과정을 단순하게 하고 술식 민감성

을 감소시키는 접착제에 대한 관심이 집중되고 있다1-4).

가장 최근에 소개된 단일 단계 자가 산부식 접착제 (one-
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step self-etch adhesives)는 자가 산부식 프라이머 (self-

etching primer)와 접착제 (adhesive)의 기능을 혼합시킨

다고 알려져 있다5). 이는 부식제, 프라이머 및 접착제의 적

용과 같은 다단계 접착과정을 1단계의 과정에서 완성시킴

으로써 접착제의 적용시간을 단축시킨다6,7). 또한 접착제의

성분에 물을 포함하고 있기 때문에 습윤접착술과 같은 복잡

한 과정을 필요로 하지 않는다1). 

자가 산부식 접착제의 법랑질에 대한 접착은 부식 처리된

법랑질에 레진 단량체가 침투되어 형성된 미세기계적인 유

지에 의해 이루어진다8,9). 이러한 접착제는 인산을 이용한

접착제와는 달리 법랑질의 용해와 접착제의 침투가 동시에

이루어지므로 법랑질과 접착제 간에 연속체를 형성할 수 있

다5). 법랑질에 대한 부식효과는 산성의 단량체와 유기산 용

액과 관련된다10). 이러한 산은 인산과 비교할 때 상대적으로

높은 pH를 갖기 때문에 훨씬 낮은 부식효과를 가지며, 결과

로서 자가 산부식 접착제는 법랑질에 대해 낮은 결합강도를

나타내는 것으로 보고되고 있다11-13). Inoue 등3)은 자가 산

부식 접착제의 법랑질에 대한 미세인장 결합강도는 3.2

MPa에서 28.4 MPa로 나타났으며, 이는 2단계나 3단계

접착제보다 통계학적으로 낮은 결합강도를 보였다고 하였

다. 또한 Miyazaki 등14)은 법랑질에 대한 자가 산부식 접착

제의 전단결합강도는 12.3 - 14.5 MPa로 2단계 접착제의

16.8 -21.7 MPa보다 낮게 나타났다고 보고하였다. 이와

같이 낮은 결합강도를 개선하기 위하여 몇몇 연구가들은 자

가 산부식 접착제를 사용하기 전에 법랑질 표면을 인산으로

처리하거나13) 접착제를 여러 번15) 도포하거나 문지르면서

적용할 것4)을 제안하였다. 수복학 분야에서 광중합 복합레

진은 화학중합 복합레진보다 훨씬 많이 사용되고 있다. 광

중합 복합레진은 연장된 조작시간, 증가된 전환율, 혼합에

의한 기포발생의 방지, 향상된 물리적 성질, 개선된 저장 안

정성과 같은 장점을 제공한다16,17). 그러나 화학중합 복합레

진은 서서히 gel 상태로 진행되므로 중합수축을 감소시키기

위한 이장재18) 또는 광선이 쉽게 도달되지 않는 부위의 수복

재, 그리고 복합레진이나 포세라인 비니어, 인레이 및 근관

용 포스트의 합착을 위한 이원중합 또는 화학중합 레진시멘

트로서 여전히 사용되고 있다19). 

최근에 2 단계 total etch와 단일 단계 자가 산부식 접착

제의 화학중합 복합레진에 대한 비적합성 (incompatibili-

ty)이 보고되고 있다. Pfeifer 등20)은 이원중합 시멘트의 중

합 모드에 따른 상아질에 대한 결합강도를 비교한 결과, 3

단계 접착제에서는 광중합과 화학중합 모드 간에 비슷한 결

합강도를 나타냈으나 2단계 total etch 접착제에서는 화학

중합 모드로 중합할 때가 광중합 모드로 중합할 때보다 결

합강도가 33 - 76%까지 감소하였다고 하였다. 또한

Sanares 등17)은 산도가 서로 다른 2단계 total etch 접착제

로 결합된 광중합과 화학중합 복합레진의 상아질에 대한 미

세인장 결합강도와 SEM 연구에서 광중합 복합레진은 화학

중합 복합레진의 미세인장 결합강도보다 뚜렷이 높았으며,

화학중합 복합레진의 결합강도는 산도가 높을수록 광중합

복합레진에 비해 45 - 90% 까지 감소하였고 화학중합 복

합레진으로 축조한 시편에서 실패는 흔히 접착제와 복합레

진의 계면을 따라 발생함을 관찰하였다. Tay 등21)은 상아질

에 접착된 2단계 total etch 접착제 고유의 투과성은 이원

중합이나 화학중합 복합레진의 결합 (coupling)을 방해한

다고 하였다. 

2단계 자가 산부식 접착제와는 달리 단일 단계 자가 산부

식 접착제는 단순한 접착과정을 위하여 산성의 기능기와 이

온성 레진 단량체를 사용한다4). 이는 단일 단계 자가 산부

식 접착제의 투과성을 증가시켜18,22) 복합레진에 대한 결합

강도를 저하시킨다고 알려져 있다. Cheong 등23)은 2 단계

와 단일 단계 자가 산부식 접착제로 결합된 이원중합 복합

레진의 상아질에 대한 미세인장 결합강도는 2단계 접착제

에서는 광중합과 화학중합 모드 간에 통계적인 차이 없었으

나, 단일 단계 접착제에서는 광중합 모드에서 화학중합 모

드 보다 통계학적으로 높은 결합강도를 나타냈다고 하였다.

또한 Tay 등19)은 단일 단계 자가 산부식 접착제로 결합된

이원중합 복합레진의 중합모드에 따른 미세인장 결합강도

의 비교에서 복합레진을 즉시 광중합 할 때가 지연중합이나

화학중합 모드로 중합될 때보다 통계적으로 높았다고 보고

하였다.  

상기와 같이 자가 산부식 접착제는 광중합과 화학중합 복

합레진과 결합할 때 서로 다른 결합강도를 나타낸다. 따라

서 본 연구에서는 3종의 1단계 자가 산부식 접착제를 법랑

질에 적용한 후 광중합과 이원중합 복합레진을 접착시켜 접

착제와 복합레진의 종류에 따른 미세전단 결합강도를 상호

비교하였다. 

Ⅱ. 실험재료 및 방법

1. 실험재료

치관부에 결함이나 수복물이 없는 최근에 발거된 상∙하

악 대구치 15개를 실험치아로 사용하였다.

본 실험에서는 자가 산부식 접착제인 Xeno III, Adper

Prompt L-Pop, AQ Bond를 사용하였다 (Table 1). 복합

레진은 광중합 복합레진인 Filtek Z 250 (3M ESPE

Dental Products, St. Paul, MN, U.S.A.)과 이원중합 복

합레진인 Luxacore (DMG GmbH, Eldgaustraβe,

Hamburg, Germany)를 사용하였다. 

접착제와 복합레진의 중합을 위한 광조사기는 Spectrum

800 (Dentsply Caulk, Milford, DE, U.S.A.)을 사용하

였고 500 ㎽/㎠의 광 강도를 이용하였다.
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2. 실험방법

(1) 시편제작과 군 분류

상∙하악 대구치의 치근을 절단한 후, 치관을 근, 원심 방

향으로 절단하여 이등분하였다. 

치관의 절단면을 cyanoacrylate 접착제 (ALTECO

Korea Inc., Pyungtaek-City, Korea)로 레진블록에 접착

한 후, 주수 하에서 Isomet Low Speed Saw (Buehler

Ltd., Lake Bluff, IL, U.S.A.)를 사용하여 치관의 협면

또는 설면의 법랑질 일부를 편평하게 삭제하고 digital

caliper (Mitutoyo Corp, Japan)를 조정하여 다시 근, 원

심 방향으로 절단하여 법랑질을 포함한 1.0 ㎜ 두께의 시편

을 제작하였다. 

절단된 시편은 사용된 접착제의 종류에 따라 3개의 군으

로 분류하였다. 접착과정을 시행하기 전, 모든 시편의 법랑

질 표면은 air-water 시린지로 깨끗이 세척, 건조하였다.

각 재료는 제조사의 설명서를 따라 사용하였다. 각 군에서

복합레진은 각각 광중합 복합레진 (Filtek Z 250)과 이원

중합 복합레진 (Luxacore)을 사용하여 법랑질 표면에 20

개씩 접착하였다.       

1) Xeno 군

Xeno III 용액 A와 B를 혼합용기에 한 방울씩 분배하여

공급된 applicator로 약 5초간 충분히 혼합하였다. 법랑질

의 표면에 접착제를 충분히 적용하고 최소 20초 동안 기다

렸다. 접착제의 흐름성이 없어질 때까지 공기 시린지로 최

소 2초간 가볍게 불어 접착제가 법랑질 표면에 균일하게 퍼

지도록 하고, Spectrum 800으로 10초간 광조사 하였다.

접착제가 적용된 시편의 법랑질 표면에 내경 0.7 ㎜, 높이

1 ㎜의 Tygon tube (Saint-Gobain Performance Plastic

Co., U.S.A.)를 위치시킨 다음, Filtek Z 250 (A3 색조)

를 충전하고 Spectrum 800으로 20초간 광조사 하였다.

Luxacore (A3 색조)는 충전 후 30분간 암실에 보관한 후

완전한 중합을 위해 다시 20초간 광조사 하였다. 

2) Adper 군 (Adper Prompt L-Pop)

제조사의 설명에 따라 용액을 혼합하여 공급된 applica-

tor에 중등도의 압력을 가해 접착제를 법랑질 표면에 15초

간 문지르면서 적용하였다. 공기 시린지로 접착제를 가볍게

불어 법랑질 표면에 충분히 퍼지도록 한 후, 표면에 광택이

나면 Spectrum 800으로 10초간 광조사하였다. 각 법랑질

표면에 대한 Filtek Z 250과 Luxacore의 접착은 Xeno 군

과 동일한 방법으로 시행하였다.   

3) AQ 군

공급된 혼합용기에 스폰지를 넣고 AQ Bond 한 방울을

떨어뜨려 몇 초간 혼합하였다. 법랑질 표면에 충분한 양의

접착제를 2 - 3회 연속적으로 적용하여 20초간 기다린 다

음, 공기 시린지로 접착제를 3 - 5초간 가볍게 불어준 후

AQ Bond를 다시 한번 적용하였다. 법랑질 표면에 있는 접

착제가 충분히 건조될 때까지 공기 시린지로 5 - 10초간 가

볍게 불어주고 Spectrum 800으로 10초간 광조사하였다.

법랑질 표면에 대한 Filtek Z 250과 Luxacore의 접착은

Xeno 군과 동일한 방법으로 시행하였다.  

미세인장 결합강도를 측정하기 전에 제작된 시편은 실온

의 증류수에서 24시간동안 보관하였다. 

(2) 미세전단 결합강도의 측정

각 시편을 건조하여 cyanoacrylate 접착제로 검사장치

(testing apparatus)에 접착한 후, universal testing

machine (EZ test, Shimadzu Co., Kyoto, Japan)의

jig에 고정하였다. 상부의 고정부위와 하부의 복합레진에

0.3 ㎜ 두께의 교정용 철사 (Tomy International Inc.,

Tokyo, Japan)를 평행하게 걸고, 복합레진이 법랑질 표면

에서 파절될 때까지 분당 1.0 ㎜의 crosshead speed로 전

단하중을 가하였다.  

(3) 통계분석

법랑질에 Z 250과 Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전

단 결합강도에 대한 유의성 검증은 통계분석 프로그램인

Table 1. Gloup classification by self-etching adhesives

Group Adhesives pH Manufacturers

Xeno Xeno III 1.0
Dentsply DeTrey GmbH, 

Konstanz, Germany

Adper
Adper Prompt

1.3
3M ESPE Dental Products,

L-Pop St. Paul, MN, U.S.A.

AQ AQ Bond 2.5
Sun Medical Co. LTD., 

Morlyama, Shiga, Japan
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SPSS (ver. 10.1)에서 two-way ANOVA를 이용하여 접

착제 및 복합레진의 종류에 따른 상호작용의 존재여부를 확

인한 후, 사후검정은 one-way-ANOVA와 Tukey HSD 검

정을 이용하여 분석하였다. 동일 군에서 Z 250과

Luxacore 미세전단 결합강도 간의 비교는 독립표본 t 검정

을 이용하여 p = 0.05 유의수준에서 분석하였다. 

Ⅲ. 실험결과

법랑질에 Z 250과 Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전

단 결합강도의 평균치와 표준편차는 Table 2와 Figure 1에

나타내었고, two-way ANOVA에서 접착제와 복합레진 종

류 간에 상호작용은 나타나지 않았다. 

Z 250을 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는 Xeno 군

에서 7.73 ± 2.01 MPa, Adper 군에서 6.74 ± 1.80

MPa, AQ 군에서 9.59 ± 2.51 MPa를 나타내어 AQ 군

이 가장 높게 나타났다 (Table 2, Figure 1). Z 250을 접

착시킨 각 군의 미세전단 결합강도를 상호 비교한 결과,

AQ 군은 Adper 군 보다 통계학적으로 높게 나타났으며 (p

< 0.05), Xeno 군과 Adper 군 간에 그리고 Xeno 군과 AQ

군 간에는 통계학적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다 (p

> 0.05, Table 2).

Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는

Xeno 군에서 5.19 ± 1.32 MPa, Adper 군에서 3.41 ±

1.19 MPa, AQ 군에서 4.50 ± 0.96 MPa를 나타내어

Xeno 군이 가장 높게 나타냈다 (Table 2, Figure 1).

Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도를 상호

비교한 결과, Xeno 군은 Adper 군 보다 통계학적으로 높게

나타났으며 (p < 0.05), Xeno 군과 AQ 군 간에 그리고

Adper 군과 AQ 군 간에는 통계학적으로 유의한 차이를 나

타내지 않았다 (p > 0.05, Table 2).

동일 군에서 Z 250과 Luxacore의 미세전단 결합강도를

비교한 결과, 모든 군에서 Z 250이 Luxacore보다 높은 결

합강도를 나타내었다 (p < 0.05, Table 2).

Ⅳ. 총괄 및 고찰

자가 산부식 접착제의 법랑질에 대한 접착은 내부에 포함

된 산성의 단량체에 의해 법랑질 표면이 용해되어 미세유지

적인 표면이 형성되고 동시에 레진 접착제가 침투됨으로써

일어난다2). 그 후 복합레진은 광중합된 레진 접착제의 표면

위에 공중합되어 법랑질과 연속적인 접착을 이룬다. 이러한

접착제는 법랑질에 적용한 후 세척을 하지 않기 때문에 법

랑질에서 용해된 칼슘과 인 이온 등이 접착제 내에 떠있게

된다. 공기의 건조와 함께 접착제에 포함된 수분이 증발되

면서 용해된 칼슘과 인은 고농도로 남아있게 되고, 이들의

이온효과로 인하여 법랑질은 더 이상 용해되지 않게 된다24).

Sano 등25)에 의해 소개된 미세 결합강도 검사법은 작은

시편을 제작하기 위하여 트리밍 과정이 필요하다. 그 동안

모래시계 모양의 시편을 이용한 미세인장 결합강도 검사법

이 많이 이용되었다3,6,26). 그러나 법랑질은 매우 취약하므로

이러한 모양의 시편을 제작할 경우 파절이나 잔금 (cracks)

이 발생될 가능성이 많다. 따라서 본 연구에서는 치관을 수

직으로 절단한 1 ㎜ 두께의 시편에 접착제와 복합레진을 법

랑질에 접착시켜 미세인장 결합강도를 측정하였다. 

Table 2. Mean microshear bond strength (MPa) of Z 250 and Luxacore to enamel 

Group
μSBS (mean ± S.D.) No. of 

Z 250 Luxacore Specimens

Xeno 7.73 ± 2.01a,b 5.19 ± 1.32c 20

Adper 6.74 ± 1.80a 3.41 ± 1.19d 20

AQ 9.59 ± 2.51b 4.50 ± 0.96c,d 20

Superscripts of the other letter indicate values of statistical significant difference by Tukey HSD and t test

(p < 0.05).

Figure 1. Bar graph showing microshear bond

strengths for Z 250 and Luxacore to enamel.
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본 연구에서 Z 250을 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강

도는 AQ 군이 Adper 군 보다 통계학적으로 높게 나타났으

며 (p < 0.05), Xeno 군과 Adper 군 간에 그리고 Xeno 군

과 AQ 군 간에는 통계학적으로 유의한 차이를 나타내지 않

았다 (Table 2).

이러한 결과는 법랑질에 대한 AQ bond와 Xeno III의 미

세인장 결합강도 간에 통계학적인 차이가 없다고 보고한

De Munk 등6)의 연구결과와 일치하였다. 그러나

Miyazaki 등5)은 법랑질에 대한 결합강도에서 Prompt L-

Pop이 AQ Bond 보다 통계학적으로 높게 나타났다고 보고

하여 본 연구의 결과와는 다르게 나타났다. 

Frankenberger 등8)은 법랑질을 강하게 문지르면서 접착

제를 적용하면 법랑질에 대한 결합강도와 변연적합성이 저

하된다고 보고하였다. 본 연구에서 법랑질에 접착제를 적용

할 경우 제조사의 설명서에 따라 Xeno III와 AQ Bond 둘

은 모두 적용 후 20초간 기다린 반면, Adper Prompt L-

Pop은 15초간 문지르면서 적용하였는데 이러한 적용방법

이 접착제의 법랑질에 대한 결합강도에 영향을 미칠 수 있

을 것으로 생각되었다.   

광중합 복합레진에서 사용되는 3차 아민 (tertiary

amine)은 화학중합 복합레진에서 사용하는 아민에 비해 덜

nucleophilic하므로, 광중합 복합레진과 산성의 레진 단량

체간의 비적합성 (incompatibility)은 일반적으로 일어나지

않는다19). 그러나 Tay 등19)은 중합된 자가 산부식 접착제

위에 적용된 광중합 복합레진을 지연중합하면 미세인장 결

합강도가 저하됨을 보고하였다. 

자가 산부식 접착제는 접착제의 성분, 산농도, 산성의 레

진 단량체에 의해 각기 산도가 다르다12). 이는 산성의 레진

단량체의 농도와 pKa에 따라 약한 (mild), 중등도 (mod-

erate), 강한 (aggressive) 접착제로 분류되기도 한다27). 상

아질과는 달리 법랑질에 대한 자가 산부식 접착제의 적용은

논쟁의 대상이 되고 있다. 몇몇 연구에서는 이러한 접착제

를 법랑질에 사용할 경우 인산을 이용한 부가적인 부식의

필요성을 제시하고 있다13). 본 연구에서 사용한 각 접착제의

pH는 Xeno III가 1.0, Adper Prompt L-Pop이 1.3으로

강한 접착제에 해당되고, AQ Bond는 2.5로 미약한 접착제

에 해당된다 (Table 1). 본 연구의 결과에서 pH가 높은

AQ 군이 pH가 낮은 Xeno 군과 Adper 군보다 높은 결합

강도를 나타내어 접착제의 pH에 의한 부식효과는 법랑질의

결합강도와 크게 관련되지 않는 것으로 생각되었다.   

화학중합 복합레진의 중합은 일반적으로 과산화물 (per-

oxide)과 3차 아민으로 구성된 binary redox catalytic

system을 이용하여 이루어진다23). 화학중합 복합레진은 광

중합 복합레진보다 늦은 중합율을 갖기 때문에 복합레진의

3차 아민과 산성의 접착제 간에 산 염기 반응이 일어나게

된다. 이러한 반응 시 접착제의 표층에 있는 산소저해층

(oxygen inhibited layer)에 남아 있는 산성의 레진 단량체

는 3차 아민의 중합을 방해한다28). 이와 같은 화학중합 복합

레진에 대한 비적합성은 2 단계의 total-etch 접착제와 자

가 산부식 접착제에서 모두 보고되고 있다. Sanares 등17)은

2단계 total etch 접착제의 산소저해층에서 있는 미중합된

산성의 단량체와 화학중합 복합레진의 initiator 성분간에

역 상호작용(adverse  interaction)이 있다는 것을 제시하

였다. 단일 단계 자가 산부식 접착제는 2 단계의 total etch

접착제보다 더 높은 농도의 산성 레진 단량체를 포함하므로

비적합성에 더 민감할 수 있다.

산성의 접착제와 이원/화학중합 복합레진에 대한 비적합

성을 해결하기 위하여 co-initiator나 ternary catalysts를

접착제와 함께 사용하고 있다21). 이들은 접착제의 산소저해

층에 있는 산성 레진 단량체와 반응하여 화학중합 복합레진

의 3차 아민에서 자유기를 발생시켜 중합이 이루어지도록

한다29) 러나 이러한 접착제로 결합된 화학중합 복합레진은

광중합 복합레진에서 보다 여전히 낮게 나타났다30). 본 연구

에 사용된 AQ Bond는 applicator brush에 ternary cata-

lyst로서 p-toluene sulfinic acid의 나트륨염 (sodium

salt)을 첨가하여 접착제를 활성화하였다. 

본 연구에서 Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전단 결

합강도는 Xeno 군이 Adper 군 보다 통계학적으로 높게 나

타났다 (Table 2, Figure 1). 동일한 접착제로 결합된 광중

합 복합레진 (Z 250)과 이원중합 복합레진 (Luxacore)의

법랑질에 대한 미세인장 결합강도는 광중합 복합레진에서

높게 나타났다 (p < 0.05, Table 2).

본 연구에서 자가 산부식 접착제가 법랑질에 접착될 때 이

원중합 복합레진은 3.41 - 5.19 MPa의 낮은 결합강도를

나타내어 접착제에 대한 비적합성을 나타내었다. 이러한 이

유로는 ternary catalyst가 없는 Xeno III와 Adper

Prompt L-Pop 접착제의 산소저해층에 있는 산성의 레진

단량체가 이원중합 복합레진와 직접 접촉됨으로써 역 화학

적 상호작용 (adverse chemical interaction)이23,31) 일어

났기 때문으로 생각된다. 또한 ternary catalyst를 포함하

는 AQ Bond에서 조차도 광중합 복합레진에서 얻은 결합강

도에 훨씬 미치지 못하였다. 이러한 결과는 자가 산부식 접

착제에서 이원중합 복합레진 (Bis-Core)을 광중합이나 화

학중합 모드로 중합한 경우, 화학중합 모드에서 중합된 복

합레진이 광중합 모드로 중합된 복합레진 보다 법랑질에 대

한 미세인장 결합강도가 통계적으로 낮았다고 보고한

Cheong 등23)과 Tay 등31)의 연구결과와 일치 하였다. Tay

등19)은 AQ Bond에 관한 연구에서 ternary atalyst가 포함

되지 않아도 결합강도가 저하되지 않음을 알아내고 이는 화

학중합 복합레진에 대한 접착제의 역 화학적작용 외에도 접

착제의 투과성이 AQ Bond와 화학중합 복합레진의 비적합

성에 기여한다고 보고하여 본 연구의 AQ Bond에 ternary



catalyst가 포함되어 있어도 낮은 결합강도를 보인 연구결

과를 설명할 수 있을 것이다. 

본 연구를 종합하면, 법랑질에 접착시킨 단일 단계 접착제

의 미세전단 결합강도는 Z 250에서는 6.74 ± 1.80 MPa

에서 9.59 ± 1.80 MPa까지, Luxacore에서는 3.41 ±

1.19 MPa에서 5.19 ± 1.32 MPa까지 나타나 광중합 복

합레진이 이원중합 복합레진보다 높게 나타났다. 

Ⅴ. 결 론

본 연구는 자가 산부식 접착제를 적용한 법랑질에 광중합

과 이원중합 복합레진을 접착시켜 접착제와 복합레진의 종

류에 따른 미세전단 결합강도를 상호 비교하기 위하여 시행

하였다. Isomet Low Speed Saw를 이용하여 발거된 상∙

하악 대구치를 근, 원심 방향으로 1 ㎜ 두께가 되도록 절단

하여 사용된 접착제의 종류에 따라 Xeno 군 (Xeno III),

Adper 군 (Adper Prompt L-Pop), AQ 군 (AQ Bond)으

로 분류하였다. 각 시편의 법랑질 표면에 각 군에 해당하는

접착제를 적용한 후 Tygon tube를 이용하여 광중합형 복합

레진 (Z 250)이나 이원중합 복합레진 (Luxacore)을 접착

하였다. 실온의 증류수에 24시간 동안 보관한 후, univer-

sal testing machine을 이용하여 각 시편의 복합레진과 법

랑질의 접착계면이 파절될 때까지 분당 1 ㎜의 crosshead

speed를 가하여 미세전단 결합강도를 측정하였다. 

각 군의 미세전단 결합강도치에 대한 유의성 검증은 two-

way ANOVA와 Tukey HSD 검정 및 독립표본 t 검정을

이용하여 p = 0.05 유의수준에서 분석하여 다음과 같은 결

과를 얻었다.  

1. 동일 접착제로 결합된 광중합과 이원중합 복합레진의 법

랑질에 대한 미세인장 결합강도는 광중합 복합레진에서

통계학적으로 높게 나타났다 (p < 0.05). 

2. Z 250을 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는 Xeno

군에서 7.73 ± 2.01 MPa, Adper 군에서 6.74 ±

1.80 MPa, AQ 군에서 9.59 ± 2.51 MPa를 나타내어

AQ 군이 Adper군 보다 통계학적으로 높게 나타났다 (p

< 0.05). 

3. Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는

Xeno 군에서 5.19 ± 1.32 MPa, Adper 군에서 3.41

± 1.19 MPa, AQ 군에서 4.50 ± 0.96 MPa를 나타

내어 Xeno 군이 Adper군 보다 통계학적으로 높게 나타

났다 (p < 0.05).
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본 연구는 자가 산부식 접착제를 적용한 법랑질에 광중합과 이원중합 복합레진을 접착시켜 접착제와 복합레진의 종류

에 따른 미세전단 결합강도를 상호 비교하기 위하여 시행하였다. 발거된 상∙하악 대구치를 근, 원심 방향으로 1 ㎜ 두

께가 되도록 절단하여 사용된 접착제의 종류에 따라 Xeno 군 (Xeno III), Adper 군 (Adper Prompt L-Pop), AQ 군

(AQ Bond)으로 분류하였다. 각 시편의 법랑질 표면에 각 군에 해당하는 접착제를 적용한 후 Tygon tube를 이용하여

광중합형 복합레진 (Z 250)이나 이원중합 복합레진 (Luxacore)을 접착하였다. 실온의 증류수에 24시간 동안 보관한

후, universal testing machine을 이용하여 각 시편의 복합레진과 법랑질의 접착계면이 파절될 때까지 분당 1 ㎜의

crosshead speed를 가하여 미세전단 결합강도를 측정한 후 통계학적으로 분석하여 다음과 같은 결과를 얻었다.  

1. 동일 접착제로 결합된 광중합과 이원중합 복합레진의 법랑질에 대한 미세인장 결합강도는 광중합 복합레진에서 통

계학적으로 높게 나타났다 (p < 0.05). 

2. Z 250을 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는 Xeno 군에서 7.73 ± 2.01 MPa, Adper 군에서 6.74 ± 1.80

MPa, AQ 군에서 9.59 ± 2.51 MPa를 나타내어 AQ 군이 Adper 군 보다 통계학적으로 높게 나타났다 (p <

0.05). 

3. Luxacore를 접착시킨 각 군의 미세전단 결합강도는 Xeno 군에서 5.19 ± 1.32 MPa, Adper 군에서 3.41 ±

1.19 MPa, AQ 군에서 4.50 ± 0.96 MPa를 나타내어 Xeno 군이 Adper 군 보다 통계학적으로 높게 나타났다

(p < 0.05). 

주요어: 자가 산부식 접착제, 미세전단 결합강도, 광중합 복합레진, 이원중합 복합레진, 법랑질
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